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摘要(译)

超声换能器（100）包括集成电路（52）和通过倒装芯片凸块（76,78）
耦合到集成电路的声学元件阵列（92,94,96）。倒装芯片凸块包括具有
大于1：1的纵横比的高纵横比凸块。纵横比包括凸块高度（82）与凸块
宽度（84）的比率。
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